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HTV-Firmengruppe: lhr Hochleistungszentrum
fur elektronische Bauteile

HTV wurde 1986 als Testhaus gegriindet und hat sich als das Hochleistungszentrum
flr elektronische Bauteile etabliert. Als einer der weltweiten Marktfiihrer stehen wir
fur umfassende technologische Kompetenz, bei der die Kunden auf ein jahrzehnte-
langes Know-how beim Testen, inklusive der Erstellung von Testprogrammen, dem
Qualifizieren sowie dem Programmieren von Bauelementen mit Kundensoftware
zurlckgreifen kénnen.

Neue Technologien voranzutreiben, zu entwickeln und zu etablieren, ist die Motiva-
tion des gesamten Teams.

Die Dynamik der HTV-Firmengruppe zeigt sich in innovativen Dienstleistungen, wie
z.B. der Langzeitkonservierung elektronischer Komponenten, nach dem bei uns
entwickelten, weltweit einmaligen TAB®-Verfahren sowie in einer Vielzahl komplexer
Analyseverfahren, mit denen die Qualitét elektronischer Bauteile untersucht werden
kann. Die Aufarbeitung oxidierter und korrodierter Bauteile nach dem HTV-revivec®-
Verfahren rundet als neueste Entwicklung das Dienstleistungsspektrum ab.
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Herzlich Willkommen!

Testen elektronischer Komponenten und ASIC-Entwicklung

Das Testen und die Testprogrammerstellung sind ein zentraler Bestandteil des HTV-Leistungsspektrums. So finden
von uns getestete Teile Anwendung im Kraftfahrzeug, in der Telekommunikation, in der Luft- und Raumfahrt, der Si-
cherheitstechnik und in vielen anderen Bereichen. Die prazisen, vielfaltigen und zudem auBerst spezifischen Testver-
fahren beinhalten Umweltprifungen, Parameterprifungen und Qualifikationen. Dadurch werden mogliche Fehlerquel-
len schonungslos aufgedeckt und die erforderliche PrUftiefe sichergestellt. Die bestehende intensive Zusammenarbeit
mit vielen ASIC- und Halbleiterherstellern bietet dartber hinaus die Mdglichkeit, vollstandig getestete und gehéuste
kundenspezifische Bauteile direkt bei HTV zu bestellen und somit sofort einsatzbereite Bausteine aus einer Hand zu
beziehen.

Programmierung elektronischer Bauteile

In einem der leistungsfahigsten Programmierzentren weltweit bietet HTV seinen Kunden die Programmierung elek-
tronischer Bauteile sowie deren kundenspezifische Konfektionierung und Markierung auf hdchstem Niveau. Als A-
Lieferant der meisten Automobilzulieferer und —hersteller weltweit sind samtliche Prozesse auf die entsprechenden
Normen abgestellt und stellen eine Verarbeitung der Bauteile gemal dem 0-ppm-Ziel sicher.

Seit 2008 ist die ertec GmbH, die Programmier-Vollautomaten mit Huge Memory Flashing HMF® nach der smartJET
Highspeed-Technology® und hoch innovative In-line-Programmiersysteme herstellt, Teil der HTV-Firmengruppe. Durch
diese einzigartige Kombination und Synergie bietet sich flir die gesamte Elektronikbranche der einmalige Vorteil eines
umfassenden Dienstleistungsangebots fUr fast alle Bereiche der Elektronik.

Langzeitkonservierung elektronischer Komponenten

Weltweit einzigartig ist das bei HTV entwickelte Konservierungsverfahren fUr elektronische Komponenten, die Ther-
misch-Absorptive-Begasung TAB®. Dieses reduziert die entscheidenden physikalischen und chemischen Alterungs-
prozesse aktuell um den Faktor 12-15 und ermdglicht so eine Lagerung der elektronischen Bauteile Ihres Last-Buys,
je nach Ausgangszustand, von z.Zt. bis zu 30 Jahren! Die Qualitat, Zuverlassigkeit sowie die Verarbeitbarkeit von
elektronischen Teilen und kompletten Baugruppen wird somit sichergestellt und Abktndigungen von Bauteilen und
deren mangelnde Langzeitverfligbarkeit verlieren ihre Brisanz. Somit kénnen Sie auch in Zukunft Ihre langjahrigen Lie-
ferverpflichtungen einhalten und Ihren Kunden Kontinuitat Gber Jahrzehnte gewahrleisten!

Analytik fur elektronische Komponenten

Die Analyse elektronischer Bauteile auf physikalischer Ebene bekommit flir Bauteilhersteller und —verarbeiter eine immer
gréBere Bedeutung. Zum einen kdnnen mit entsprechenden Analyseverfahren Fehler in Fertigungsprozessen aufge-
deckt werden, zum anderen ist es moglich Bauteile aus unsicherer Herkunft, die aufgrund mangelnder Verfligbarkeit zu-
gekauft wurden, geeigneten Untersuchungsverfahren zu unterziehen, um die Qualitat des Endproduktes zu sichern.

Packaging

Eine enge Kooperation zwischen der MAF GmbH in Frankfurt/Oder und der HTV GmbH er6ffnet eine gegentber
ferndstlichen Lieferanten deutlich verbesserte Mdéglichkeit fir das Packaging bzw. Hausen integrierter Schaltkrei-
se mitten in Europa. Direkte, offene Kommunikationswege und Ansprechpartner, deutlich verklrzte Durchlaufzeiten
sowie reibungslose Logistik verbinden sich somit zu universeller Kompetenz auf héchstem, zertifiziertem Standard.



Programmierung elektronischer Bauteile

Der Trend zu immer gréBeren Speichern bei program-
mierbaren Bauteilen halt nach wie vor an und wird sich
noch weiter verstérken. Langer werdende Program-
mierzeiten sowie die im Verhaltnis zu maskenprogram-
mierten Bauteilen standig kostenglnstiger werdenden
Flash-Bausteine veranlassen immer mehr Unternehmen,
elektronische Bauteile durch einen externen Dienstleister
programmieren zu lassen.

HTV hat diesen Trend schon sehr friih erkannt und eines
der weltweit leistungsfahigsten Programmiercenter aufge-
baut. Die Programmierkapazitat betragt momentan meh-
rere hunderttausend Speicher oder Controller pro Tag!

Leistungen rund um die Programmierung elektronischer Bautéile



Prozesssicherheit

Ausgangspunkt eines jeden Programmierprozesses ist
die Abstimmung der Prozessparameter und der korrek-
ten Daten mit dem Kunden. Zunachst werden Freigabe-
muster oder eine Erstmusterserie erstellt. AnschlieBend
erfolgt die Freigabe des Programmierprozesses durch
den Kunden. S&mtliche Ablaufe bei Programmierung und
Test der Serienstiickzahlen werden per Barcode gesteu-
ert, so dass immer eine korrekte Zuordnung von Kun-
densoftware, Bauteilen, Maschine und Maschinenbedie-
ner sichergestellt und spéater auch nachvollziehbar ist.

Adapter- und Algorithmenentwicklung

Kurze Reaktionszeiten bei der Implementierung neuer
Bauteile bekommen eine immer groBere Bedeutung.
Eine spezielle Abteilung bei HTV beschéaftigt sich mit der
Algorithmenentwicklung und dem Adapterbau. Dadurch
kann die Anpassung neuer Bausteintypen und Gehau-
seformen an die Programmierautomaten sehr kurzfristig
erfolgen. Programmier-Algorithmen werden bei Bedarf
selbst erstellt, wodurch eine schnelle Lieferung von Mus-
tern und dann der Serie gewahrleistet ist.

NAND-Flashes

Standig leistungsfahigere und umfangreichere Software
erfordert auch die Verwendung immer gréBerer Speicher-
bausteine. NAND-Flashes sind zunehmend das Speicher-
medium der Wahl. Bei HTV werden sehr gro3e Speicher
durch das einmalige Huge Memory Flashing HMF® nach
der SmartJET Highspeed-Technology® der ertec GmbH
programmiert, die auch zur HTV-Firmengruppe gehort.
HTV bietet hier in enger Zusammenarbeit und Abstim-
mung mit dem Kunden speziell zugeschnittene und prak-
tikable Losungen fur das Bad-Block-Handling an.

Seriennummern

Die Anforderungen beztglich immer komplexerer Serien-
nummern werden stetig hdher. HTV bietet hier sehr flexi-
ble Loésungen, z.B. auch flr die Programmierung von
MAC-Adressen an.

Akribisch werden die verwendeten Seriennummern do-
kumentiert und bei Bedarf auch auf den Baustein gela-
sert. Der Kunde erhélt so eine eindeutige Zuordnung zu
seinem Endprodukt.

HTV hat den Trend zu immer gréBer werdenden
Speichern schon sehr frith erkannt und eines der
weltweit leistungsféhigsten Programmiercenter
aufgebaut.




Auf einen Blick:

Programmierung von Mikrocontrollern, Flash-Speichern,

EEPROMs, EPROMSs, GALs, PALs, FPGAs, EPLDs, OTPs, etc.

Barcodegesteuerte Prozesse

Kurzfristige Lieferung von Musterbauteilen
und Erstmusterserien

Lieferung von kleinen und groBen Stiickzahlen
in wenigen Stunden

Lasermarkierung, Etikettierung oder Farbpunkt
Programmierung kompliziertester Seriennummern
Erstellung von Programmier-Algorithmen fiir neue Bausteine
Entwicklung von Spezialadaptern

Laserbeschriftung auch mit Zeitstempel
und Maschinenzuordnung

Entfernung der Originalbeschriftung

Direkter Support durch qualifizierte Ingenieure
Problemanalyse auf den hauseigenen GroBtestern
Waferprogrammierung

Im Anschluss an Programmierung, Markierung
und 3D-Leadinspection erfolgt die Konfektionierung
wahlweise auf Trays, in Tubes oder auf Tape

Laserbeschriftung

Mittels Laser erhalten programmierte oder anderweitig
bearbeitete Bauteile direkt im Anschluss eine Beschrif-
tung oder Markierung, die es z.B. ermdglicht, anhand
einer Werksnummer den programmierten Software-
stand von auBen sichtbar zu machen. Mithilfe eines
Zeitstempels oder auch der Nummer des verwendeten
Prafmittels erhalt der Kunde wertvolle Tracking-Daten,
die eine exakte Ruckverfolgung ermdglichen.

Entfernung der Originalbeschriftung

Zum Schutz von Firmen-Know-how ist es manchmal
erforderlich, die Original-Herstellerbeschriftung eines
Bauteils unkenntlich zu machen. Mit einem speziellen
HTV-Verfahren kann in einem Arbeitsgang nicht nur die
vorhandene Beschriftung entfernt, sondern gleichzeitig
eine kundenspezifische Beschriftung auf den Baustein
aufgebracht werden.

Fehleranalyse

Mit dem aus dem Testbereich stammenden Know-
how und Equipment kdnnen bei der Programmierung
auftretende Probleme direkt analysiert werden. Dabei
bestimmen, dokumentieren und bewerten wir die Aus-
fallursachen und stellen Ihnen einen Prufbericht zur Ver-
flgung, mit dem Sie weitere Schritte einleiten kdnnen.

Waferprogrammierung

Dartiber hinaus entwickelt HTV auch neue Konzepte
der Programmierung. So erfolgt die Programmierung
von Mikrocontrollern bereits auf dem Wafer nach einem
eigens entwickelten Verfahren.



Die Programmierkapazitit betrdgt
momentan mehrere hunderttausend Speicher
oder Controller pro Tag!




3D-Leadinspection und Gurtung

Die immer weiter steigenden Anforderungen (0-ppm-Ziel)
bezliglich der Prozesssicherheit machen es unabdingbar,
dass Bauteile ihre mechanischen Abmessungen geman
Datenblatt einhalten. Daher ist fur eine problemlose Wei-
terverarbeitung (z.B. beim L&ten) von programmierten
Bausteinen entscheidend, dass die BauteilanschlUsse
nicht beschédigt sind. Durch die Kontaktierung beim
Programmiervorgang sind Pinverformungen nicht hun-
dertprozentig auszuschlieBen. Auch bei Anlieferung kann
bereits eine Beschadigung vorliegen. Deshalb ist es umso
wichtiger eine anschlieBende 3D-Leadinspection, bei der
alle Anschlusspins Uber ein Kamerasystem vermessen
werden, durchzuflhren.

3D-Leadinspection und Gurtung




Im Gegensatz zu den meisten Inspektionssystemen, bei
denen die Vermessung nur zweidimensional erfolgt, ar-
beiten die hochprézisen HTV-Anlagen mit einem dreidi-
mensionalen Verfahren, das alle Arten der Pinverformung
erkennt und die Koplanaritat sicherstellt.

Zusatzlich wird Uber automatische Bilderkennungssyste-
me (AQI) die Bauteilbeschriftung und -lage Uberprtift. So-
mit ist eine problemlose Weiterverarbeitung beim Kunden
sichergestellt.

Whisker-Erkennung

Vielfach wurde im Rahmen der RoHS-Forderungen auf
Reinzinnoberflachen umgestellt. Diese sind jedoch in Be-
zug auf die Bildung von Whiskern z.T. problematisch.
Whisker sind feinste Zinnnadeln oder -kristalle, die sich
aufgrund von Materialspannungen und geeigneten Umge-
bungsbedingungen bei Reinzinnoberflachen sehr schnell
bilden. Whisker kénnen durch ihre Eigenschaften zu
Kurzschlissen zwischen Bauteilanschllssen fuhren und
dadurch Bauteile schadigen oder Fehlfunktionen be-
wirken. Mittels eines Spezialverfahrens werden Bau-
steine bei HTV maschinell optisch untersucht und whis-
kerbehaftete Bausteine aussortiert.

Gurtservice / Gurtung

Viele SMD-Besttickungslinien verwenden heutzutage aus-
schlieBlich gegurtete Ware, um wertvollen Feederplatz zu
sparen. Dementsprechend erfolgt die Verpackung der
meisten getesteten oder programmierten Teile wieder in
einem Blistergurt. Bedingt durch die enorme Vielfalt der
unterschiedlichen Geh&usetypen ist bei HTV ein sehr gut
sortiertes Rohgurtlager vorhanden, so dass Ublicherweise
immer ein passender Gurt verflgbar ist. Kunden werden
somit schnell bedient und erhalten ihre Bauteile fur die
weitere Verarbeitung geeignet konfektioniert. Selbst flr
Spezialbauteile findet sich durch Entwicklung spezieller
Gurte eine Lésung. Die Gurtung erfolgt in der Regel voll-
automatisch unmittelbar nach der 3D-Leadinspection in
einem Arbeitsgang. Hiermit ist sichergestellt, dass die Wa-
re direkt im Anschluss an die Prufung sicher verpackt ist.

Mittels eines Spezialverfahrens werden Bausteine,
die Whisker aufweisen, bei HTV maschinell optisch
untersucht und aussortiert.

Auf einen Blick:

Vollautomatische 3D-Leadinspection

Mark- und Pin1-Inspection

Uberpriifung samtlicher Gehausetypen
(inkl. BGAs und QFN)

Whisker-Erkennung und Selektion

Vollautomatische und manuelle Gurtung
(z.B. fiir Spezialbauteile)

Entwicklung kundenspezifischer Gurte

Gurten von Dies



Das Testen ist ein zentraler Bestandteil und eine der Kern-
kompetenzen unseres Leistungsspektrums. So finden von
HTV getestete Teile Anwendung in der KFZ-Industrie, in
der Telekommunikation, im Consumer-Bereich, in der
Luft- und Raumfahrt und in vielen anderen Bereichen.
Zum Testen steht bei HTV ein groBer und sehr gut sor-
tierter Maschinen- und Geratepark zur Verfigung. Dazu
gehdren auch viele vollautomatische GroBtester verschie-
dener Hersteller sowie selbst entwickelte Systeme, mit
denen hochprazise Messungen an komplexesten elekt-
ronischen Schaltkreisen bei den unterschiedlichsten Um-
gebungsbedingungen durchgeftihrt werden. Die bendtigten
Testprogramme werden von HTV-Spezialisten erstellt und
auf die spezifischen Kundenforderungen zugeschnitten.
MaBgeschneiderte L6sungen fur Bauteilprobleme werden
S0 auBerst schnell und kompetent erarbeitet.

Testen elektronischer Bauteile

Leistungen rund um das Testen elektronischer Bauteile




Das Testen ist ein zentraler Bestandteil und eine der
Kernkompetenzen unseres Leistungsspektrums.

Bauteil-Qualifikation und Umweltsimulation

Speziell bei sicherheitsrelevanten oder Automotive-Anwen-
dungen ist es vor dem endgultigen Serieneinsatz eines
Bauteils notwendig, dieses einer Qualifikation zu unterzie-
hen. Bei einer Qualifikation werden nach einer protokol-
lierten Parametermessung an Neuteilen weitere Bauteile
verschiedenen Prozeduren (Burn-In, Temperatur-Wech-
sel-Belastung, Pressure-Cooker oder Ahnliches) unterzo-
gen. Wahrend dieser Behandlung erfolgen Zwischenmes-
sungen und nach Abschluss eine Schlussmessung. Auf-
tretende Abweichungen werden im Anschluss protokol-
liert und bewertet. Zusatzlich kénnen Uberlastungstests
und Lebensdauerprufungen die Qualifikation erganzen.

Test von Serienstiickzahlen

Flr den Test von Serienstlickzahlen stehen bei HTV die
unterschiedlichsten frei temperierbaren Bauteil-Handling-
Systeme zur Verflgung. Die KUhlung der Bauteile bis auf
-70°C erfolgt Uber flussigen Stickstoff, der von mehreren
GroBtanks den Testhandlern Uber ein System von Vaku-
umleitungen zugefihrt wird. Bei kleineren Stlickzahlen
erfolgt die Einstellung der Umgebungstemperaturen Uber
Thermostreams, die das zu testende Bauteil innerhalb
von Sekunden mit entfeuchteter Luft auf die gewlinschte
Temperatur bringen.

Warum Bauteile testen? "

Uberpriifung der Datenblattwerte bei unklarer Herkunft
Vermeidung von Friihausfallen durch Voralterung
Uberpriifung der Klimabesténdigkeit

Qualifizierung fiir den Automotive-Einsatz

Selektion von Bauteilen nach diversen elektrischen
Parametern

Funktionspriifung bei sicherheitsrelevanten
Anwendungen



Wareneingangspriifung

Kunden nutzen das Know-how von HTV auch fUr aus-
gelagerte Wareneingangsprifungen. Hierbei werden
Bauteile und auch Wafer auf die Einhaltung der Da-
tenblattwerte Uberwacht. In diesem Prozess prifen
unsere Ingenieure auf intelligenten Testsystemen alle
Parameter, die mit einem Grenzwert definiert sind. Im
Allgemeinen gilt fur die Testsysteme, dass die Pruf-
tiefe abnimmt, je universeller ein System ist. Deswe-
gen haben wir als Testhaus einen sehr umfangreichen
Systempark mit sehr vielen speziellen Testgeraten, um
die erforderliche Priftiefe zu gewahrleisten. Waren-
eingangsprutfungen kénnen nach kundenspezifischen
Anforderungen durchgeflhrt werden und bertcksich-
tigen bei Bedarf nicht nur elektrische sondern auch
mechanische Eigenschaften (Abmessungen, Aufbau)
sowie den auBeren Allgemeinzustand der Bauteile. Der
Kunde erhélt somit eine auBerst qualifizierte Aussage
Uber den Zustand der angelieferten Ware.

Wafer-Test

Mehrere Handling- und Kontaktiersysteme ermdg-
lichen den Test von noch auf Wafern befindlichen
Bausteinen auch unter Temperaturbeaufschlagung.
Als Ergebnis werden die fehlerhaften Bausteine dabei
entweder markiert oder ein Wafermapping in elektroni-
scher Form erstellt, um ein spateres Aussortieren der
Fail-Teile zu ermdglichen.



Der Kunde erhélt somit eine duBerst
qualifizierte Aussage (ber den Zustand
der angelieferten Ware.

ESD-Test

Die Unempfindlichkeit elektronischer Bausteine gegen-
Uber elektrostatischen Aufladungen wird mit Hilfe einer
Vielzahl von Geraten Uberprift, die Bauteile bei sehr ho-
hen Spannungen definierten Ladungsmengen aussetzen.
Entsprechend qualifizierte Teile finden in Bereichen Ein-
satz, in denen durch die &uBeren Einfliisse und hohe elek-
trische Feldstarken besondere Risiken vorhanden sind.

Fehleranalysen

Treten in der Praxis Funktionsausfélle bei Bauteilen auf,
so kénnen bei HTV Abweichungen vom Datenblatt oder
Fehlfunktionen genauestens analysiert und dokumentiert
werden. Ausgangspunkt hierfUr ist die Nachbildung der
Einsatzumgebung der Bauteile in Bezug auf elektrische
Parameter, wie z.B. Lasten oder auch Einflisse wie Tem-
peratur. Durch entsprechende Analysen werden aufge-
tretene Fehler in einem weiteren Schritt physikalischen
Schwachstellen oder Designfehlern zugeordnet.

Auf einen Blick:

Datenblattpriifung bei diversen Umgebungstemperaturen
Selektion spezifischer Bauteilparameter

Qualifikation (z.B. nach AEC-Q)

Wafer-Test

Lichttechnische Messungen

Funktionspriifung bei sicherheitsrelevanten Anwendungen
Umweltpriifungen (z.B. Klimatest)

Burn-In

Hochtemperaturlagerung bis 250°C

Temperaturzyklen von -70°C bis +250°C
Temperaturschock

Pressure-Cooker-Test

Wareneingangspriifung diskreter, linearer und digitaler Bau-
teile sowie von Speichern und Mikrocontrollern

Dichtigkeitspriifung
ESD-Test

Anfertigen von Fehlerprotokollen, Ausfallstatistiken




Kundenspezifische Bausteine entwickeln sich immer
mehr zu einem Spezialgebiet der europaischen Elektro-
nikindustrie. So wird hier besonderes Know-how, gerade
auf dem Gebiet der Sensorik auf Silizium gebracht.

HTV arbeitet sehr eng mit vielen europaischen Halbleiter-
und ASIC-Herstellern zusammen und stellt mit seinem
Team hochqualifizierter Ingenieure umfassendes Spezial-
wissen zur Verflgung, welches den Kunden bereits in der
Entwicklungsphase eines Bauteils durch spezifische und
speziell zugeschnittene Testsoftware umfangreich unter-
stutzt. Probleme der Erstmuster werden so frihestmog-
lich erkannt und entsprechende Anderungen im néchsten
Design-Step berticksichtigt. Die Prifung und Selektion
der kompletten Wafer erfolgt dann auf den hochprézisen
HTV-GroBtestsystemen in Serienstlickzahl.

Testprogramm-, ASIC - Entwicklung und Packaging

lhr Partner fiir Testprogramm-, ASIC-Entwicklung und Packa’ng




Der Kunde erhélt somit eine
umfassende Dienstleistung und
hat dabei nur einen Ansprechpartner.

Vom Wafer zum fertig gehausten und getesteten
Bauteil

Durch die enge Kooperation mit der MAF GmbH, die sich
auf das Packaging elektronischer Bauteile spezialisiert hat,
ist es uns moglich, unseren Kunden auch das Hausen der
bereits auf Waferlevel gepriften Bauteile anzubieten. Auf-
grund der zentralen Lage in Frankfurt/Oder sind geh&uste
Musterbauteile und spéter auch die Serienteile im Gegen-
satz zu fernostlichen Packaging-Dienstleistern sehr schnell
lieferbar. Diese Bauteile werden bei HTV einem Endtest
entsprechend der spezifizierten Einsatztemperaturen und
Anforderungen unterzogen. Unsere umfassenden, viel-
faltigen und zudem auBerst spezifischen Testverfahren
decken hierbei mogliche Fehler schonungslos auf und
stellen die erforderliche Prftiefe sicher. Fur die Adaptie-
rung der Bauteile an die GroBtester steht eine Vielzahl
von Handlingsystemen zur Verfligung, die Tests auch im
erweiterten Temperaturbereich mit Stlickzahlen von meh-
reren hunderttausend Teilen pro Tag ermdaglichen.

Der Kunde erhélt somit eine umfassende Dienstleistung
und hat dabei nur einen Ansprechpartner, der ihn durch
alle Schritte seiner ASIC-Entwicklung bis hin zum Test
der Serienstlickzahlen unterstitzt.

Entwicklung von Testprogrammen als Service

Von HTV entwickelte GroBtester-Software und die erfor-
derlichen Hardware-Anpassungen befinden sich auch
bei Halbleiterherstellern auf deren hauseigenen Testsys-
temen im Einsatz. Der Kunde bekommt somit Spezial-
wissen zur Verfligung gestellt und kann den Test dann in
seinen kompletten Fertigungsprozess und Qualitatsregel-
kreis implementieren.

Auf einen Blick:

Wafer-Test

Wafer-Sagen

Mustererstellung in Keramik-Gehausen
Premold Packages

Chips in Waffle-Pack

Packaging von Serienstiickzahlen
Erstellung spezifischer Testsoftware

Vollautomatische Tests in Serienstiickzahlen



Langzeitkonservierung

Lange bevor die Nachfrage des Marktes nach einer L&-
sung fur die Langzeitlagerung elektronischer Bauteile auf-
kam, hat HTV in enger Zusammenarbeit mit Universitaten
Alterungsprozesse in elektronischen Bauteilen analysiert
und Konzepte zu deren Vorbeugung entwickelt.

Deshalb ist HTV das Hochleistungszentrum fir die Kon-
servierung und Lagerung von elektronischen Bauteilen und
Baugruppen. Schadstoffbildungen und Oxidation, interne
und externe Diffusionsprozesse, sowie Whiskerbildungen,
Datenverluste und Kapazitatseinbriche sind die Auswir-
kungen, welche Verflgbarkeit und Lebensdauer elektro-
nischer Bauteile und Komponenten direkt beeinflussen.
Die erwahnten Effekte lassen sich jedoch durch geeigne-
te Konzepte und Verfahren nachhaltig reduzieren.




Thermisch-Absorptive-Begasung TAB®

Das spezielle, von HTV entwickelte, Konservierungs-
verfahren TAB® reduziert die entscheidenden physikali-
schen und chemischen Alterungsprozesse von Bauteilen
aktuell um den Faktor 12-15. Dieses weltweit einzig-
artige Konservierungsverfahren verhindert zuverlassig
und nachhaltig die Entstehung und das Fortschreiten
von Oxidations-, Korrosions- und Diffusionsprozessen.
Somit sind Qualitat, Verarbeitbarkeit, Verfugbarkeit und
Zuverlassigkeit elektronischer Komponenten z.Zt. bis zu
30 Jahre gesichert. Die laufenden Forschungsarbeiten
ermdglichen durch weitere Optimierungen und neue L&-
sungsansétze in Zukunft Lagerzeitraume von 40 bis 50
Jahren, wie sie schon jetzt flr bestimmte Branchen ge-
fordert werden.

Oxidations- und Diffusionsprozesse

Entscheidende Alterungsmechanismen sind Diffusions-
vorgange. Hierbei wandern Kupfer-Atome des Tragerma-
terials in die Zinnbeschichtung, gelangen an die Oberfla-
che und umgekehrt. Die hohe Oxidationsanfélligkeit der
eingesetzten Tragermaterialien bewirkt eine auBerordent-
lich schnelle und resistente Oxidation. In Konsequenz
heiBt dies, dass die Teile nicht mehr verarbeitet werden
koénnen. Vergleichbare Prozesse finden jedoch auch im
Bauteilinneren, also auf dem Chip, statt. Betrachtet man
den physikalisch-chemischen Aufbau, so sind die einzel-
nen Atome im Chip zum Teil delokalisiert und bewegen
sich mit zunehmender Potentialtiefe in Energiebandern,
ahnlich wie Elektronen in einem Halbleiter, und ,tunneln®
zwischen benachbarten Potentialmulden. Durch die da-
mit einhergehende Vermischung ist die Zuverlassigkeit
elektronischer Bauteile im Rahmen einer Langzeitlage-
rung signifikant reduziert, wenn nicht spezielle Vorkeh-
rungen getroffen werden.

HTV hat in enger Zusammenarbeit mit Universitdten
Alterungsprozesse in elektronischen Bauteilen analy-
siert und Konzepte zu deren Vorbeugung entwickelt.

Feuchte und Schadstoffe

Durch Feuchte und Schadstoffe motivierte Oxidationspro-
zesse konnen langfristig beispielsweise die Zersetzung
von Leiterbahnen und Isolationsschichten bewirken. Der
fur das TAB®-Verfahren definierte Absorptionsprozess
verhindert zuverlassig und nachhaltig die Entstehung und
das Fortschreiten von Oxidations- und Korrosionspro-
zessen. Additiv werden materialabhangig entstehende
Schadstoffe absorbiert.

Stickstoffverpackung

Die Auswahl der richtigen Lagermethode fUr elektronische
Bauteile und Baugruppen hangt entscheidend von dem
vorgesehenen Lagerzeitraum ab. Einlagerungen flr ein bis
zwei Jahre kdnnen in so genannten Stickstoff-Dry-Packs
erfolgen. Dazu werden die Bauteile zusammen mit Trocken-
mittel und Feuchteindikator in besondere Tlten verpackt,
mit Stickstoff gespult und anschlieBend vakuumisiert, so
dass sich nach dem VerschweiBen keine oxidationsfordern-
den Sauerstoffmolekile mehr in der Verpackung befinden.
FUr diesen Zeitraum sind auch Lagerungen in Stickstoff-
schranken moglich.

Von einer reinen Stickstofflagerung von mehr als drei
Jahren ist aus verarbeitungs- und sicherheitstechni-
schen Griinden dringend abzuraten!

Hierflr ist die HTV-Langzeitkonservierung nach dem
TAB®-Verfahren die einzige Moglichkeit, um die Alterungs-
prozesse an den Bauteilen signifikant zu verzégern und
die Funktion und Verarbeitbarkeit Uber einen sehr langen
Zeitraum sicherzustellen!

Auf einen Blick:

Spezielle Bauteil- und Komponentenkonservierung
nach dem TAB®-Verfahren

Reduktion der Alterungsprozesse um den Faktor
12-15, somit Lagerzeitraume von z.Zt. 30 Jahren
moglich

Umfangreiche kontinuierliche Warenbewertung
und -iiberwachung

Stickstoff-Dry-Packs fiir kurze Lagerzeitraume



Analytik fur elektronische Komponenten

Die Analyse elektronischer Bauteile bekommt fir Bau-
teilhersteller und -verarbeiter eine immer gréBere Bedeu-
tung. Entsprechende Untersuchungen werden z.B. bei
Qualitatsproblemen (Ermittlung von Ausfallmechanismen)
und Fertigungsfehlern notwendig oder kommen zur Be-
stimmung des Bauteilzustandes zum Einsatz, um Fehler-
ursachen zu lokalisieren bzw. Fehlerpotential beurteilen
zu koénnen. Anhand der Untersuchungsergebnisse des
HTV-Analytiklabors und einer ausfuhrlichen Dokumen-
tation ist eine urséchliche Klarung fur den Anwendungs-
fall schnell mdglich.



Detaillierte Untersuchungsergebnisse

Um die Qualitat des Endproduktes zu sichern, sind spe-
zifische Analyseverfahren, auch im Hinblick auf Ware aus
unsicherer Herkunft, notwendig.

Neben der Bewertung des visuellen Warenzustandes er-
folgen detaillierte Untersuchungen mittels Lichtmikrosko-
pie, Roéntgentechnologie, Rasterelektronenmikroskopie
oder Probenpraparationen und Schiliffbilderstellungen,
die Aufschluss Uber den aktuellen Zustand der Bauteile
geben. Hierdurch wird eine Aussage Uber die Dauer einer
zuverlassigen Verarbeitbarkeit der Bauteile ermdglicht.
Zur Bewertung des intermetallischen Phasenwachstums
erfolgt eine REM-Analyse (Rasterelektronenmikroskopie),
welche gezielt deren Verlauf und Starke erfasst.

Zwei neue Analysemethoden erweitern das HTV-Analyse-
spektrum: Zum einen die lonen-Atzung, die als Alterna-
tive zur nass-chemischen Atzung die Mdglichkeit bietet,
mechanisch vorgefertigte Schliffebenen durch gezielt be-
schleunigte Teilchen eines Gasbeschusses strukturell zu
atzen und somit eine hdchsten Anspriichen gentgende,
glatt polierte Oberflache zu erwirken. Beispielhaft hierflr
sind Stérungen bei Nickel-Gold-Leiterplattenoberflachen,
welche teilweise in Lotfehlern resultieren, jedoch zunachst
in der visuellen Uberpriifung unauffallig sind.

Beim Einsatz des elektronischen Bauteils, vor allem unter
thermischer Belastung, weisen diese Lo6tverbindungen
dann allerdings eine nur geringe Zuverlassigkeit auf. Der-
artige Lotverbindungen zeigen im Bereich der interme-
tallischen Phasen dunkle Verfarbung und werden auch
als ,Black Pad“ bezeichnet. Mittels der mikrostrukturellen
lonen-Atzung kann dieser Effekt dann eindeutig nachge-
wiesen werden.

Durch dieses einzigartige in unserem Hause
vorhandene Know-how kann die Létbarkeit
besonders von é&lteren Bauteilen wieder
hergestellt werden.

Als weitere innovative Technologie ist die Electron-
Backscatter-Diffraction-Analyse (EBSD) anzuflhren.
Diese immer mehr an Bedeutung gewinnende Untersu-
chungsmethode zur Bestimmung einer kristallographi-
schen Orientierung von Kristallen an der Objektoberflache
bietet gerade im Rahmen der Langzeitkonservierung ein
héchstes Mal3 an Sicherheit. Die EBSD-Analyse dient zur
Bewertung und Absicherung einer langjahrigen, unveran-
derten Bauteilqualitdt und zur Optimierung entscheiden-
der Konservierungsparameter.

Bauteilaufarbeitung

Das speziell fir elektronische Bauteile entwickelte HTV-
revivec®-Verfahren ermdglicht, organische und anorga-
nische Effekte in Form von Oxidschichten, korrosiven
Flachen und diversen Verunreinigungen von den Bauteil-
anschlUssen zu entfernen. Durch dieses einzigartige in un-
serem Hause vorhandene Know-how kann die Lotbarkeit
besonders von &alteren Bauteilen wiederhergestellt werden.

Auf einen Blick:

Lichtmikroskopie
Schliffbilderstellung

Bauteil6ffnung

Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Energiedispersives Rontgenstrahlspektrometer (EDX)
Electron-Backscatter-Diffraction-Analyse (EBSD)
Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR)
Rontgeninspektion

Vollautomatische Loétbarkeitstests

lonen-Atzung

Reinigung und Aufarbeitung elektronischer Komponenten
nach dem HTV-revivec®-Verfahren



Unsere Leistungen:

Programmieren elektronischer Bauteile

Testen elektronischer Bauteile und Komponenten
Umweltprifungen (Klimatest, Temperaturschock, HAST-Test, ...)
Testprogramm- und ASIC-Entwicklung

3D-Leadinspection und Gurtung

Packaging/H&ausen von Dies

Langzeitkonservierung elektronischer Komponenten
bis z.Zt. 30 Jahre: HTV-TAB®-Verfahren

Analytik fur elektronische Komponenten (REM, Réntgen, Schliffbilder,
lonen-Atzung,...)

Reinigung und Aufarbeitung elektronischer Komponenten:
HTV-revivec®-Verfahren

Immer einen Sprung voraus!
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